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© Verfahren zum Herstellen einer Leuchtdiodenanzeigevorrichtung. 



© Ein Verfahren zum Herstellen einer LED-Anzei- 
gevorrichtung, bei dem eine Anzahl von LED-Chips 
(3) auf einem aus Leiterbahnen bestehenden Sy- 
stemtrager (1) angeordnet werden und die LED- 
Chips (3) einzeln jeweils in einen diesen zugeordne- 
ten, ein Lichtaustrittsfenster aufweisenden Lichtleit- 
kanal (4) aus einem transparenten Kunststoff einge- 
bettet werden, soli insbesondere die Realisierung 
schwallotfahiger, oberflachenmontierbarer LED-Dis- 
piays ermoglichen. Der spezifisch gestaltete Sy- 
stemtrager (1) wird mit Dicht- und Stutzstegen (2) 
ausgestattet und an den mit den LED-Chips (3) 
versehenen Stellen zum Bilden voneinander getrenn- 
ter Lichtleitkanale (4) mit einem diffus streuenden, 
transparenten Kunststoff umhullt. Nach dessen Er- 
starren werden in einem ersten FreistanzprozeB die 
Dicht- und StOtzstege (2) im Innern des Systemtra- 
gers (1) entfernt und dann die Lichtleitkanale (4) und 
diese umgebende Innenbereiche des Systemtragers 
(1) mit einer reflektierenden Umhullung (5) versehen. 

Das erfindungsgema/te Verfahren findet bei der 
Herstellung von LED-Displays und LED-Symbolbe- 
leuchtungen Anwendung. 
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Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Her- 
stellen einer Leuchtdiodenanzeigevorrichtung, bei 
dem eine Anzahl von Leuchtdioden-Chips auf ei- 
nem aus Leiterbahnen bestehenden Systemtrager 
angeordnet und kontaktiert wird, und bei dem die 
Leuchtdioden-Chips einzeln jeweils in einen diesen 
zugeordneten, ein Lichtaustrittsfenster aufwei sen- 
den Lichtleitkanal aus einem diffus streuenden 
Kunststoff eingebettet werden. 

Derartige Dispiay-Anordungen sind bekannt 
und in der einschlagigen Literatur beschrieben. Als 
Systemtrager fur die Leuchtdioden(LED)-Chips 
wird dabei ein sogenannter Leadframe verwendet 
Bei diesen Display-Anordnungen hat sich uber die 
letzten Jahre ein Standard mit sog. Dual-ln-Line- 
(DIL-)Anschlussen etabliert, der allerdings die heu- 
te dominanten Anforderungen flir oberflachenmon- 
tierbare Bauelemente nicht erfullt. Die bekannten 
Displays sind insbesondere nicht ausreichend tem- 
peraturfest, um die bei der SMD-(Surface Mounted 
Device-)Technik geforderte Schwallotung zu uber- 
stehen. Zudem sind die elektrischen Anschlusse 
nicht ohne weiteres SMD-fahig. 

Losungsansatze fur dieses Problem sind nur 
durch den Ersatz der Einzelsegmente des Dis- 
plays, z.B. durch einzelne SOT-23-LEDs, zu sehen. 
Derartige Moglichkeiten sind jedoch aufwendig und 
unrationell. 

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ein 
Verfahren zum Herstellen einer Leuchtdiodenanzei- 
gevorrichtung zu schaffen, das insbesondere die 
Realisierung schwallotfahiger, oberflachenmontier- 
barer LED-Displays ermoglicht. 

Diese Aufgabe wird bei einem Verfahren der 
eingangs genannten Art erfindungsgemaj3 dadurch 
gelost, da!3 der spezifisch gestaltete, flache Sy- 
stemtrager mit Dicht- und Stutzstegen ausgestattet 
wird, daj3 der Systemtrager an den mit den 
Leuchtdioden-Chips versehenen Stellen zum Bilden 
voneinander getrennter Lichtleitkanale mit einem 
diffus streuenden, transparenten Kunststoff umhullt 
wird, da/3 nach Erstarren des Kunststoffes in einem 
ersten Freistanzproze/3 die Stutz- und Dichtstege 
im Inneren des Systemtragers entfernt werden, dai3 
dann die Lichtleitkanale und diese umgebende In- 
nenbereiche des Systemtragers mit einer reflektie- 
renden UmhUllung versehen werden, und da/3 ab- 
schlieflend Freistanz-, Biege- und Mefiprozesse 
durchgefUhrt werden. 

Vorzugsweise wird der Systemtrager 
(Leadframe) an den mit den Leuchtdioden(LED)- 
Chips versehenen Stellen zum Bilden voneinander 
getrennter Lichtleitkanale mit einer Diffusormaterial 
enthaltenden transparenten Spritzmasse umspritzt 

Gemafi einer vorteilhaften Ausgestaltung der 
Erfindung werden die Lichtleitkanale nach dem Er- 
starren des Kunststoffes und die an diese angren- 
zenden Bereiche des Systemtragers mit einer 



hochreflektierenden weifien Masse als reflektieren- 

de UmhUllung umspritzt. 

Gemafl einer Weiterbildung der Erfindung wird 

die reflektierende UmhUllung nach dem Verfestigen 
5 der Lichtleitkanale auf deren Oberflachen und dar- 

an angrenzenden Teile des Systemtragers durch 

Tauchen oder SprUhen aufgebracht. 

Der besondere Vorteil einer nach dem erfin- 

dungsgema/ten Verfahren hergestellten Anordnung 
10 besteht darin.da/3 die Displays SMD-fahig sind und 

in Streifen- oder in der sogenannten Reel-to-Reel- 

(Spule-zu-Spule-)Technik vom ersten Die-Bond bis 

zum Schluflmessen gehandhabt werden konnen. 

Dies erlaubt eine extrem kostengUnstige Mechani- 
75 sierung und stellt die Voraussetzung fur eine DPM- 

Qualitat bei der Herstellung dar. Die bei den heuti- 

gen Herstelltechniken vorliegenden Probleme, wie 

Belastung der Bonddrahte und Obersprechen zwi- 

schen den Segmenten, werden durch die Konstruk- 
20 tion vermieden. 

Anhand von in den Figuren der Zeichnung 

schematisch dargestellten AusfUhrungsbeispielen 

wird die Erfindung naher erlautert. 
Es zeigen 

25 FIG 1 ein Kontaktierschema des vorgeschla- 
genen Displays, 
FIG 2 ein Schema des Displays mit SMD- 

Anschlussen, 
FIG 3 ein Vorwartsstrahler-Display-Segment 
30 im Schnitt, 

FIG 4 das Segment nach FIG 3 in Draufsicht 
und 

FIG 5 ein Ruckwartsstrahler-Display-Seg- 
ment. 

35 Ein schwallotfahiges SMD-Display wird erfin- 

dungsgemafl in folgenden Verfahrensschritten her- 
gestellt: 

Als Systemtrager 1 fur das gesamte Display wird 
ein spezifisch gestaltetes, flaches Leadframe ver- 

40 wendet, das in ausreichendem Umfang mit Dicht- 
und Stutzstegen ausgestattet wird. Auf diesem Sy- 
stemtrager (Leadframe) 1 werden im ublichen Die- 
Wire-Bond-Verfahren die einzelnen LED-Chips 3 
aufgebracht. Im folgenden Schritt wird der mit den 

45 LED-Chips 3 versehene Systemtrager (Leadframe) 
1 mit den lichttransparenten Lichtleitkanalen 4 fUr 
die einzelnen Segmente umspritzt. Ein Beispiel fur 
das Kontaktierschema ist in FIG 1 dargestellt. Die- 
se Lichtleitkanale 4 haben untereinander keine Ver- 

50 bindung. Zur mechanischen Versteifung weisen sie 
zweckmai3ig nur zusatzliche Stutzelemente zum 
Systemtrager (Leadframe) 1 auf. Die Lichtleitkanale 
4 bestehen aus einer transparenten Spritzmasse, 
die mit etwas Diffusormaterial versetzt wird. Die 

55 Lichtleitkanale 4 umhullen den Systemtrager 1 voll- 
standig und werden in an sich bekannter Weise 
hergestellt. In einem anschlieflenden Schritt werden 
in einem ersten FreistanzprozeB die Stutz- und 
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Dichtstege im Inneren des Displays entfernt. In 
einem weiteren Verfahrensschritt werden die Licht- 
leitkanale 4 und Teile des Systemtragers 
(Leadframe) 1 mit einer hochreflektierenden wei/ten 
Masse (UmhGllung 5) umspritzt. Offen bleiben nur 
die elektrischen Anschlusse 6 samt Dichtstegen 
und die Lichtaustrittsfenster der Segmente bzw. 
Lichtleitkanale 4. Abschlie/tend erfolgen Freistanz-, 
Biege- und Me/Jprozesse sowie notigenfalls ein Be- 
arbeiten (z.B. Abfrasen) der Oberflache, so daJ3 
dann das als Beispiel in FIG 2 dargestellte Display 
mit SMD-fahigen Anschlussen 6 vorliegt. 

Als Alternative zur zweiten Umspritzung 
(double-mould) mit einem wei/ten Reflektormaterial 
werden Systemtrager (Leadframe) 1 und erste Um- 
spritzung mit transparentem Material, d.h. die auf 
diese Weise hergestellten Lichtleitkanale 4 so sta- 
bil ausgefuhrt, da/3 nur noch eine reflektierende 
Oberflache, z.B. durch Tauchen Oder Spruhen, an 
den betreffenden Flachen aufgebracht wird. 

Die als leuchtende Segmente dienenden Licht- 
leitkanale 4 konnen mit vorwarts, d.h. zur Oberfla- 
che (Lichtaustrittsfenster) strahlenden LED-Chips 3 
gestaltet werden. Ein solches Display-Segment ist 
in FIG 3 in Seitenansicht und in FIG 4 in Draufsicht 
dargestellt. Die Lichtausbreitungsrichtung des von 
dem LED-Chip 3 herruhrenden Lichtes ist mit Pfei- 
len 7 angedeutet. Ein in diesem Beispiel dargestell- 
ter Dicht- bzw. Stutzsteg 2 verlauft quer zu den 
beiden Leiterbahnen des Systemtragers 1. Der 
LED-Chip 3 ist auf der einen Leiterbahn angeordnet 
und kontaktiert. Die andere Leiterbahn bildet uber 
einem Verbindungsdraht (Die-Bond) 8 den zweiten 
elektrischen Anschlufl fur die Leuchtdiode 3. Mit 
dieser Anordnung ist eine den heutigen Displays 
ahnliche Bauhohe bei vergleichbarem Diffusorge- 
halt zu erzielen. 

Als weitere Version ist vorgesehen, dafi die 
LED-Chips 3 ruckwarts strahlen. Damit ist eine 
geringere Bauhohe - vergleichbar dem fur inte- 
grierte Schaltungen ublichen SOJ-Gehause - bei 
geringem Diffusorgehalt zu erreichen. Ein solches 
Display-Segment ist in FIG 5 dargestellt. Der in FIG 
5 dargestellte linke elektrische Anschlufi (Kontakt) 6 
weist dabei die Gestalt eines J-Beinchens auf. Die 
Teile des Leadframes (Systemtrager 1), die als 
Chiptrager bzw. Kontaktiersteg das Lichtleitseg- 
ment (Lichtleitkanal 4) beidseitig durchsto/ten, wer- 
den zur Erzielung einer gleichmafligen Segment- 
ausleuchtung, insbesondere beim RGckwartsstrah- 
ler so schmal wie moglich und ggf. als symmetri- 
sche Dreier-Anordnung mit einem Blindsteg 9 aus- 
gelegt. Der Blindsteg 9 kann zudem als zusatzli- 
ches Stutzelement auch noch zur mechanischen 
Versteifung des Lichtleitkanals 4 beitragen. Wird 
das Prinzip, insbesondere des Ruckwartsstrahlers, 
geeignet abgewandelt, so kann damit ein einzelnes 
leuchtendes Segment Oder eine Leuchtflache fur 



Oberflachenmontage gestaltet werden. 
Patentanspriiche 

5 1. Verfahren zum Herstellen einer Leuchtdioden- 
anzeigevorrichtung, bei dem eine Anzahl von 
Leuchtdioden-Chips auf einem aus Leiterbah- 
nen bestehenden Systemtrager angeordnet 
und kontaktiert wird, und bei dem die 

io Leuchtdioden-Chips einzeln jeweils in einen 

diesen zugeordneten, ein Lichtaustrittsfenster 
aufweisenden Lichtleitkanal aus einem licht- 
transparenten Kunststoff eingebettet werden, 
dadurch gekennzeichnet, da£ der speziell 

75 gestaltete, flache Systemtrager (1) mit Dicht- 

und Stutzstegen (2) ausgestattet wird, da/3 der 
Systemtrager (1) an den mit den 
Leuchtdioden-Chips (3) versehenen Stellen 
zum Bilden voneinander getrennter Lichtleitka- 

20 nale (4) mit einem diffus streuenden, transpa- 

renten Kunststoff umhGllt wird, daB nach Er- 
starren des Kunststoffes in einem ersten Frei- 
stanzprozefl die Stutz- und Dichtstege (2) im 
Innern des Systemtragers (1) entfernt werden, 

25 daB dann die Lichtleitkanale (4) und diese um- 

gebende Innenbereiche des Systemtragers (1) 
mit einer reflektierenden Umhullung (5) verse- 
hen werden, und dafl abschlie/tend Freistanz-, 
Biege und Mefiprozesse durchgefuhrt werden. 

30 

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 
zeichnet, da/J der Systemtrager (1 ) an den mit 
den Leuchtdioden-Chips (3) versehenen Stel- 
len zum Bilden voneinander getrennter Licht- 

35 leitkanale (4) mit einer Diffusormaterial enthal- 

tenden transparenten Spritzmasse umspritzt 
wird. 

3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch 
40 gekennzeichnet, dad die Lichtleitkanale (4) 

nach dem Erstarren des Kunststoffes und die 
an diese angrenzenden Bereiche des System- 
tragers (1) mit einer hochreflektierenden wei- 
/ten Masse als reflektierende UmhGllung (5) 
45 umspritzt werden. 

4. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch 
gekennzeichnet, datf nach dem Verfestigen 
der Lichtleitkanale (4) auf deren Oberflachen 

so und daran angrenzenden Teile des Systemtra- 

gers (1) durch Tauchen oder Spruhen die re- 
flektierende Umhullung (5) aufgebracht wird. 

5. Verfahren nach einem der Anspruche 1 bis 4, 
55 dadurch gekennzeichnet, da/3 die Lichtleitka- 
nale (4) zur mechanischen Versteifung mit zu- 
satzlichen StUtzelementen (9) zum Systemtra- 
ger (1) versehen werden. 
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FIG 3 
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